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Abstract (en)
The method of shielding a keyboard comprising, in order, a metal screen (2), at least two printed circuits (3 and 5) insulated by at least one insulating
layer (4), the two printed circuits (3 and 5) and the insulating layer (4) constituting active layers (3, 4, 5) inside the keyboard, and resting on a
metal support (6), consists in covering the inside active layers (3, 4, 5) of the keyboard with the metal screen (2) without overhanging them, and
in establishing an earth contact (9) between the metal screen (6) and the metal support (6) through openings (8) made in the inside active layers
(4, 5, 6) of the keyboard. Application: protection against electromagnetic attack of EMD and Tempest type on electronic equipment which includes
keyboards. <IMAGE>

Abstract (fr)
Le procédé de blindage d'un clavier comprenant dans l'ordre un écran métallique (2), au moins deux circuits imprimés (3 et 5) isolés par au moins
une couche isolante (4), les deux circuits imprimés (3 et 5) et la couche isolante (4) constituant des couches actives intérieures (3, 4, 5) du clavier,
et reposant sur un support métallique (6), consiste à recouvrir les couches actives intérieures (3, 4, 5) du clavier par l'écran métallique (2) sans les
déborder, et à établir un contact de masse (9) entre l'écran métallique (6) et le support métallique (6) à travers des ouvertures (8) aménagées dans
les couches actives intérieures (4, 5, 6) du clavier. Application : protection contre des agressions électromagnétique de type EMD et Tempest des
équipements électronique comportant des claviers. <IMAGE>
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